[bookmark: _GoBack]报名回执 CIEEC
第十七届全国电介质物理、材料与应用学术会议
第十九届全国电子元件与材料学术大会
International Symposium on the Solid-State Cooling Materials and Devices 

	姓    名
	
	性别
	
	职务
	

	单    位
	
	职称
	

	电    话
	
	传    真
	

	移动电话
	
	电子信箱
	

	分会议选择
	□电介质会议
	□电子元件会议
	□固态制冷会议

	交流形式
	□ 口头演讲    □ 论文展讲    □ 仅参会

	论文题目
	
	□ 全文

	
	
	□ 摘要


注：(1) 请于2018年8月15日前反馈回执；
(2) 不参会者论文不予评审。
